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Fig 1 Three-dimensional view of CSTBT.

Wo findet das Seminar statt?

#% MITSUBISHI ELECTRIC

SEMICONDUCTOR

An wen richtet sich das Seminar?

Die aktuelle Chip-Technologie (CSTBT)

von Mitsubishi stellt eine Verbesserung der
Eigenschaften und der Einsatzgebiete fir

IGBTs dar. Seit Einfihrung der CSTBT-Chips hat
Mitsubishi verschiedene Modulserien optimiert auf
bestimmte Anwendungsbereiche entwickelt.

In dem Seminar werden die Mdglichkeiten dieser
Technologie aufgezeigt und Auswirkungen auf
bestehende und neue Anwendungsgebiete besprochen.

Daher richtet sich dieses Seminar sowohl an
Entwickler, die bereits mit IGBT-Modulen arbeiten,
als auch an jene, die auf diesem Gebiet anfangen
wollen.

Radisson SAS Hotel — Marseiller Str. 2 — 20355 Hamburg (N&he Bahnhof Hamburg-Dammtor)

Wann findet das Seminar statt?

Dienstag, 21. November 2006, 9:00 Uhr — 17:00 Uhr
Einen genauen Ablauf kénnen Sie der Agenda auf der folgenden Seite entnehmen.

Was kostet das Seminar und was bekommen Sie daflir?

Fur die Teilnahme am Seminar berechnen wir eine Geblihr von 75,- € (inkl. UST).

Der Betrag wird mit der Bestatigung lhrer verbindlichen Anmeldung fallig.

In der Seminargebuhr sind Essen und Getranke wahrend des Seminars enthalten.

AuRBerdem erhalten Sie ausfiihrliche Seminarunterlagen zu den prasentierten Themen.

Jeder Teilnehmer bekommt einen Gutschein tber 50,- €, den Sie bei Ihrer nachsten Rechnung
Uber Mitsubishi Module abziehen kénnen.
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Technisches Seminar von Mitsubishi

Dienstag,
21. November 2006

9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Referenten: Applikationsingenieure, Mitsubishi Electric

9:00 Uhr

9:10 Uhr

10:45 Uhr

11:05 Uhr

12:30 Uhr

13:15 Uhr

14:45 Uhr

15:00 Uhr

16:30 Uhr

Zeitlicher Ablauf:

BegruRung der Teilnehmer

Start der technischen Présentationen
Kaffeepause

Technische Présentationen
Mittagessen

Technische Présentationen
Kaffeepause

Technische Présentationen

Fragen und Diskussion

Themen der technischen Prédsentationen:

2.1
2.2
2.3

3.1

o

B oo~

CSTBT Chip Technology

5™ Generation IGBT-Modules

A-Series (kostenoptimierte Module)
NF-Series (Module fur niedrige Schaltfrequenz)
Mega Power Dual Modules

5™ Generation Intelligent Power Modules (IPM)
L-Series

New 1700V A-Series

New 1200V NFH & NFM-Series

(Module fuir héhere Schaltfrequenzen)

Melco-Sim (Vers. 2) mit Berechnungsbeispiel
(Einfuhrung in das Simulationsprogramm von Mitsubishi)
Transfer Mold IPM Family

New Mini-DIP-IPM 3A/600V

DIP-CIB & Demo-board

HVIC

for Motor Control, Lighting, DC-DC Conversion

Die Prasentationen werden in deutscher Sprache gehalten !
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Rickfax an HY-LINE POWER COMPONENTS VERTRIEBS GMBH

Bitte faxen Sie diese Seite ausgefilllt an folgende Nummer:

089 /614 503-20

O Ich mochte am 21. November 2006 am Entwickler-Seminar von Mitsubishi in Hamburg
teilnehmen und melde mich hiermit verbindlich an.

O Ich kann am Seminar leider nicht teilnehmen, mdchte jedoch von Ihrem Vertriebsingenieur
am besucht werden.

O Ich kann nicht kommen, interessiere mich aber flr die von lhnen angebotenen Produkte.
Schicken Sie mir bitte die Unterlagen zu.

Absender: Firma:

Name:

Abteilung:

Stral3e:

Plz/Ort:

Telefon:

Fax:

e-mail:

bei verbindlicher
Seminaranmeldung:

Datum, Unterschrift, Firmenstempel

Anmeldebestatigung

Hiermit bestatigen wir Innen die Anmeldung fiir das Entwickler-Seminar von Mitsubishi.
Wir freuen uns uber lhre Teilnahme und wiinschen Ihnen einen interessanten Seminartag.

Uber die Seminargebiihr von 75,- € (inkl. UST) erhalten Sie von uns eine Rechnung.

Mit freundlichen GrifR3en
HY-LINE Power Components

Datum, Unterschrift, Firmenstempel



